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Tridonic Optoelectronics GmbH 
» Hochl e i s t ungs - LED " 
P28886 DE 



LEUCHTD I ODEN - ANORDNUNG 
MIT WARMEABFUHRENDER PLATINE 



Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf Leuchtdioden- 
Anordnungen, bei denen LED-Dice (Leuchtdioden- Chips) auf 
einer warmeabf uhrenden Platine angeorcinet sind. 



Urn Anwendungen ■ mit LEDs mit hoher Helligkeit zu 
realisieren, werden in letzter Zeit immer mehr 
Hochleistungs-LEDs mit einer Betriebsleistung von mehr als 
1 Watt (elektrisch) eingesetzt. Die Chipflache dieser LED- 

20 Dice liegt derzeit im Bereich von lmm2 . Es ist zu erwarten, 
dass sich in der Zukunft die Betriebsleistung pro LED 
weiter erhohen wird, was einerseits durch grofiere 
Halbleiter und andererseits durch hohere Stromdichten 
erreicht wird. Speziell die Erhohung der Stromdichten 

25 bewirkt, dass die Leistungsdichten von LEDs in der nachsten 
Zeit von derzeit maximal 1 bis 2 Watt e iektrisch/™n2 auf iiber 4 
Watt e iektrisch/tnm2 ansteigen konnen. 

Bei Erhohung der Leistungsdichten ist indessen gleichzeitig 
30 dafur zu sorgen, dass die entsprechend ebenfalls erhohte 
Verlustwarme abgefuhrt wird, urn sicherzustellen, dass die 
Verlustwarme ausreichend vom Halbleiter abgefuhrt wird. 

Eine zu groSe Erwarmung der LEDs wahrend des Betriebs fuhrt 
35 namlich u.U. zu einer Bauteilzerstorung . Aus diesem Grund 
muss wahrend des Betriebs der LED gewahrleistet sein, dass 
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die Temperatur an der Sperrschicht des p-n Ubergangs in der 
LED beispielsweise 125°C nicht ubersteigt. Diese Gefahr 
besteht genauer gesagt darin, dass nur ein Teil der von der 
LED aufgenommenen elektrischen Leistung in Licht umgesetzt 
5 wird, wahrend der andere Teil in Warme umgewandelt wird 
(derzeit ist der Licht -Wirkungsgrad von LEDs noch unter 
10%) . Die Betriebsparameter von LEDs sind daher in 
Abhangigkeit von der Art der Montage (Assemblierung) , der 
Einbau- und Umgebungsbedingungen derart zu wahlen, dass die 
10 Sperrschicht temperatur der LED bspw. 125 °C nicht 
ubersteigt . 

Die Erfindung setzt dahingehend an, dass die Verlustwarme 
durch Verbesserung des thermischen Widerstands der 

15 Anordnung effizienter abgefuhrt werden kann, Wenn gemafi der 
Erfindung die Warme gut durch geringen thermischen 
Widerstand abgefuhrt werden kann, kann diese ohne hohe 
Temperaturgefalle auf den LED-Trager ubertragen werden. Der 
thermische Widerstand wird dabei in K (Kelvin) /W (Watt ) 

20 ausgedruckt . 

GemaS dem Stand der Technik sind Anordnungen fur 
Hochleistungs-LEDs bekannt, die typischerweise einen 
thermischen Widerstand von mehr als 15 K/W in dem Bereich 
25 von der Sperrschicht zum LED-Trager (Platine oder dgl . ) 
aufweisen. Dies bedeutet, dass gemaS dem Stand der Technik 
der Temperaturunterschied zwischen dem LED-Trager und der 
aktiven Zone (Sperrschicht) der LED bei einem Betrieb mit 
funf Weiektrisch t>is zu 75 Kelvin betragen wurde. Ausgehend 
30 von der genannten maximal zulassigen Sperrschichttemperatur 
in Dauerbetrieb bedeutet dies, dass bei einer 
Umgebungstemperatur von beispielsweise 40°C der 
Temperaturabf all uber einen Warmetauscher (Kuhlkorper) 
maximal 10°C betragen darf . Dies wurde wiederum eine 
35 Kuhloberf lache von 3 50 cm2 erfordern, was ganz 
of fensichtlich Probleme mit sich bringt. Daruber hinaus 
ware ein Einsatz bei Temperaturen uber 50 °C nahezu 
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unmoglich, was die Verwendung der LED fur bestimmte 
technische Anwendungen , wie beispielsweise im Kfz-Bereich 
unmoglich machen wurde. 

5 Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, als LED-Trager 
gedruckte Leiterplatten (printed circuit boards, PCBs) zu 
verwenden. Ublicherweise weisen diese ein organisches 
Epoxidharz auf, das thermisch nur sehr schlecht leitet und 
daher die thermische Ableitung der Verlustwarme von der LED 

10 auf den Trager erschwert . 

Alternativ sind auch Keramikplatinen bekannt, die zwar 
bessere thermische Eigenschaf ten im Vergleich zu den 
Leiterplatten auf Epoxidharzbasis aufweisen, dagegen aber 
15 sehr sprode und briichig sind, was ihre Verwendung als 
Tragermaterial mehr als einschrankt . 

In technischen Hochleistungsanwendungen werden gemaS dem 
Stand der Technik auch Metal lkernplatinen eingesetzt. Diese 
20 haben typischerweise einen sandwichartigen Aufbau basierend 
aus der Metallkernbasis , einer Isolationsschicht und einer 
Leiterbahn . 

Angesichts dieses Standes der Technik ist es Aufgabe der 
|25 vorliegenden Erfindung, eine Montage -Anordnung fur 
Leuchtdioden mit verbesserter Warmeabfuhr vorzuschlagen. 

Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, dass nach 
Stand der Technik bei der Verwendung von Metallkernplatinen 
30 die Abfuhr der Verlustwarme von der LED, welche auf die 
Leiterbahn aufgesetzt ist, durch die darunterliegende 
Isolationsschicht eingeschrankt ist, was wiederum die 
Leistungsdichte der LED eingrenzt . 



35 Die angefuhrte Aufgabe wird erf indungsgemaS durch die 
Merkmale der unabhangigen Anspruche gelost . Die abhangigen 
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Anspriiche bilden den zentralen Gedanken der Erfindung in 
besonders vorteilhaf ter Weise weiter. 

GemalS der Erfindung ist also eine Leuchtdioden-Anordnung 
mit wenigstens einem Leuchtdioden-Chip (LED-Die) 
vorgesehen. Weiterhin ist eine Mehrschichtplatine 
aufweisend eine Basis aus einem thermisch gut leitfahigen 
Material, wie beispielsweise Metall vorgesehen, wobei eine 
elektrisch isolierende und thermisch gut leitfahige 
Verbindungsschicht zwischen der Emi s s ions fl ache des 
Leuchtdioden-Chips und der Basis angeordnet ist. Da im 
Gegensatz zum Stand der Technik die thermisch isolierende 
(Epoxid-)Schicht in Wegfall gelangt, wird der Warmeubertrag 
von dem Leuchtdioden-Chip zu dem warmeabfuhrenden 
Basismaterial der Platine hin deutlich verbessert . 



Die elektrisch isolierende Verbindungsschicht kann 
beispielsweise die Grenzflache des Leuchtdioden- Chips oder 
dessen Substratbasis (z.B. Saphir) sein, die der Platine 
20 zugewandt ist . 

Alternativ oder zusatzlich kann die Verbindungsschicht auch 
eine Klebeschicht aufweisen, die fur sich selbst genommen 
bereits elektrisch isolieren sein kann. 



25 



30 



35 



Eine derartige isolierende Klebeschicht, die z.B. auch 
durch eine Klebefolie realisiert sein kann, ist 
insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Leuchtdioden-Chip 
verwendet wird, dessen der Basis zugewandt e Oberflache 
elektrisch leitend ist. In diesem Fall mufi eine gesonderte 
elektrische Isolierung zwischen dem Chip und der Basis 
erfolgen, urn Kurzschlusse und ESD-Ausfalle zu vermeiden. 

Der Leuchtdioden-Chip kann in einer Vertiefung der Platxne 
untergebracht sein. Dabei kann der Leuchtdioden-Chip derart 
versenkt sein, dass seine Oberseite nicht uber die Kontur 
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der Platine ubersteht und beispielsweise plan mit der 
Oberseite der Platine abschliefit. 

Die Vertiefung, in die der LED-Chip gesetzt ist, kann dabei 
in der warmeabf uhrenden Basis der Platine ausgebildet sein. 

Gleichzeitig kann die Vertiefung weitere Funktionen 
aufweisen. Beispielsweise kann die Vertiefung eine 
Reflektorwirkung haben, wobei vorteilhaf terweise die Wande 
der Vertiefung zuraindest teilweise abgeschragt sind. 

Der Leuchtdioden- Chip kann derart angebracht sein, dass das 
Substrat der Leuchtdioden der Platine zugewandt ist, wobei 
in diesem Fall das Substrat aus einem elektrisch 
isolierenden Material wie beispielsweise Saphir gebildet 
sein kann. Diese Montageart wird in der Fachterminologie 
oft auch als "Face Up" bezeichnet. 

Indessen ist auch die "Face Down" -Montagetechnik denkbar, 
bei der der Leuchtdioden- Chip derart angeordnet ist, dass 
das Substrat der Leuchtdioden von der Platine abgewandt 
ist. In diesem Fall kann zwischen dem Leuchtdioden- Chip und 
der Platine ein zu diesen Bauteilen separater 
Zwischentrager angeordnet sein, mit dem der Leuchtdioden- 
Chip elektrisch kontaktiert ist. 

Die der Platine zugewandte Seite des Zwischentragers kann 
elektrisch isolierend sein, wobei der dem Leuchtdioden- Chip 
zugewandte Bereich des Zwischentragers leitende Bereiche 
wie beispielsweise Leiterbahnen aufweisen. 

Wenigstens der Bereich des wenigstens einen 
Leuchtdiodenchips kann von einer Linse wie beispielsweise 
einer Fresnel-Linse uberdeckt sein. 



Der Bereich zwischen der Platine und der Linse kann 
wenigstens teilweise mit einem Farbkonversionsstof f gefullt 



6 

sein. Der Farbkonver s i ons s t of f kann also neben und/oder 
liber dem Leuchtdioden-Chip angeordnet sein. Gegebenenf alls 
kann auch die Vertiefung seitlich vom Chip mit einem 
Farbkonversionsstof f aufgefullt sein, urn ein LED mit 
5 wesentlich weiSer Lichtcharakteristik zu erhalten. 

Der Leuchtdioden-Chip kann mittels Drahten von einer 
Leiterplatte aus kontaktiert sein, wobei diese Leiterplatte 
seitlich von dem Leuchtdioden-Chip sandwichartig mittels 
10 einer dazwischenliegenden Isolierschicht auf der Platine 
auf gebracht ist . 

Gemafi einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird 
eine Leuchtdioden-Anordnung mit einer Sandwich- St ruktur 

15 vorgeschlagen. Diese Struktur weist dabei eine thermisch 
gut leitfahige Schicht, beispielsweise aus Metall # eine 
elektrisch isolierende Schicht und eine Leiterplatte auf. 
Die elektrische Isolierschicht und die Leiterplatte weisen 
dabei ubereinanderliegende Ausnehmungen auf, sodass die 

20 thermisch leitfahige Schicht im Bereich dieser Ausnehmungen 
in Richtung der Oberseite, das heifit der elektrischen 
Isolierschicht freigelegt ist. Wenigstens ein Leuchtdioden- 
Chip kann im Bereich dieser Ausnehmung auf die thermisch 
gut Leitfahige geschickt aufgesetzt sein. 

25 

Dabei kann der Leuchtdioden-Chip von der Leiterplatte aus 
seitlich elektrisch kontaktiert sein. 

Weitere Merkmale, Vorteile und Eigenschaf ten der 
30 vorliegenden Erfindung sollen nunmehr unter Bezugnahme auf 
die Figuren der begleitenden Zeichnungen erlautert werden. 

- Figur 1 zeigt ein erstes Ausf uhrungsbeispiel der 

Erfindung, 

35 

- Figur 2 zeigt eine Abwandlung von Figur 1 

dahingehen, dass in dem Metall-Basismaterial 
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eine Vertiefung vorgesehen ist, in der der LED- 
Die eingesetzt ist, 

- Figur 3 zeigt eine Ab wand lung von Figur 2 

dahingehend, dass die Vertiefung des Tragers 
insgesamt mit einem Farbkonversionsstof f 
aufgefullt ist, 

- Figur 4 zeigt, wie eine LED-Anordnung mit mehreren 

LED-Dice von einer f lachbauenden Fresnel-Linse 
abgedeckt sein kann, und 

- Figur 5 zeigt ein Ausf uhrungsbeispiel , bei dem der 

LED-Die "Face Down" montiert ist. 

Wie oben bereits ausgefuhrt, soil gemaS der vorliegenden 
Erfindung ein LED-Die moglichst direkt auf die 
warmeableitende Basis beispielsweise einer 

Metallkernplatine aufgesetzt sein. Bei diesem Schritt muss 
indessen das Problem uberwunden werden, dass LED-Dies 
haufig iiber das LED- Subs t rat bzw. uber ihre der Basis 
zugewandte Oberflache leitfahig sind, wodurch sich bei 
einer derartigen Anordnung ein Kurzschluss zum 
Leiterplattenbasismaterial ergeben kann, der oft 
unerwunscht ist und besonders hinsichtlich der 
Verschaltungsmoglichkeiten der LEDs keinerlei 

Designf reiheit lasst . 

Wie aus Figur 1 ersichtlich ist daher ein LED-Die mittels 
einer thermisch leitfahigen, aber elektrisch isolierenden 
Schicht 2 auf das Basismaterial (beispielsweise Metall) 5 
einer Metallkernplatine 17 gesetzt. 

Die Metallkernplatine 17 weist neben diesem Basis- 
Metallkern 5 eine daruberliegende elektrisch isolierende 
Schicht 4 sowie eine elektrisch leitfahige Schicht mit 
Leiterbahnen 3 auf, wobei vorzugsweise die elektrisch 
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isolierende Schicht 4 und die Leiterbahnen- Schicht 3 
deckungsgleiche Ausnehmungen 16 aufweisen, in die der LED- 
Die 1 eingesetzt ist. 

5 Die elektrische Kontaktierung des LED-Dies erfolgt bei 
dieser Anordnung, bei der das Substrat des LED-Dies der 
Platine 1) zugewandt ist, seitlich von den Leiterbahnen 3 
mittels Drahten 11 auf die Oberseite des LED-Dice 1. 

10 Auf der Unterseite des Basismaterials 5 der 
Metallkernplatine 7 konnen weitere Kuhlkorper 14 bekannter 
• Art angeordnet sein. 

Insbesondere der Bereich des LED-Dies 1 und der Ausnehmung 
15 16 kann von einer im Wesentlichen kalottenf ormigen Linse 6 
iiberdeckt sein, die das vom dem LED-Die 1 abgestrahlte 
Licht biindelt . 

Die elektrische Kontaktierung der in Figur 1 dargestellten 
20 LED-Anordnung kann \iber ausserhalb des von- der Linse 6 
uberdeckte Bereichs vorgesehene Steckkontakte 7 etc. 
erfolgen. 

Als Basismaterial 5 der Platine 17 wird allgemein ein 
25 Material mit hoher thermischer Leitf ahigkeit eingesetzt, so 
dass bevorzugt Metalle, wie beispielsweise Aluminium oder 
Kupfer zur Verwendung kommen konnen. 

Die elektrisch isolierende aber thermisch leitfahige 
30 Verbindungsschicht 2 kann zum Beispiel eine nicht leitende 
Substrat schicht der LEDs (fur grune LEDs wird z.B. oftmals 
Saphir verwendet) oder aber auch ein thermisch leitf ahiger 
und elektrisch isolierender Kleber sein. Die elektrisch 
isolierende aber thermisch leitfahige Verbindungsschicht 2 
35 kann also Teil des LED-Dies 1, der Mehrschichtplatine 17 
und/oder eine davon separate Schicht sein. Die separate 
Schicht ist insbesondere dann erf orderlich, wenn die LED- 
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Dies 1 derart angeordnet sind, dass ihre der 
Mehrschichtplatine 17 zugewandte Oberflache elektrisch 
leitfahig ist. Ferner ist beispielsweise bei roten LEDs, 
die aus zwei ubereinander angeordneten Dioden-Schichten 
bestehen, immer eine der beiden Schichten der 
Mehrschichtplatine 17 zugewandt, weshalb zur Vermeidung von 
Kurzschliissen und ESD-Ausf alien eine separate Isolierung 
erf orderlich ist . 

Die Isolationsschicht 4 der Metallkernplatine 17 kann 
beispielsweise aus organischen Materialien oder diinnen 
Keramiken bestehen (letztere sind z.B. auf den Metal It rager 
5 aufgeschlammt , bzw. der Metal ltrager wird rait einem 
eingebrannten Keramiktape beschichtet. 

In dem Ausf uhrungsbeispiel von Figur 2 weist die Basis 5 
der Platine 17 ebenfalls eine Vertiefung 18 auf, in die der 
LED-Die 1 eingesetzt ist. Da die Wande dieser Vertiefung 18 
in dem metallischen Basismaterial 5 der Platine 17 
abgeschragt sind, konnen diese metallischen Wande der 
Vertiefung 18 eine vorteilhafte Spiegel- bzw. 
Reflektorwirkung entfalten. Im librigen ist auch eine andere 
Formgebung der Wande und/oder des Bodens der Vertiefung 
denkbar, die Spiegel- oder Reflektorwirkung auf weist. 

Somit dient das Basismaterial 5 der Mehrschichtplatine 17 
nicht nur zur Befestigung und Warmeabfuhr des LED-Dies 1, 
sondern auch zur gezielten Lichtlenkung in Richtung weg von 
der Platine- Diese Lichtlenkung durch die Ref lektorwirkung 
der Vertiefung 18 im Basismaterial 5 der Platine 17 ist 
vorzugsweise mit der Wirkung der Linse 6 abgestimmt. 

Es ist aus dem Stand der Technik bekannt, dass mittels 
Farbkonversionsmitteln "weiSe LEDs " erreicht werden konnen. 
Derartige LEDs werden in der Fachwelt oft auch als 
„Phosphorkonverter-LEDs w oder „Lumineszenzkonversions-LEDs w 
bezeichnet. Wie aus Figur 3 ersichtlich, kann ein 
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derartiger Farbkonversionsstof f direkt auf die LED 
aufgebracht sein, in den Zwischenraum zwischen Linse 6 und 
LED-Die 1 eingefullt sein oder aber gemafi einer besonders 
bevorzugten und in der Figur 3 dargestellten 
Ausfuhrungsform die Vertiefungen 12, 18 auffullend 
angeordnet sein, sodass der Fullstoff die Oberseite der 
Leiterbahnschicht 3 der Platine 17 bundig abschlieSt. 

Bei der Ausfuhrungsform von Figur 4 ist die kalottenf ormige 
Linse durch eine flachbauende Fresnel-Linse 9 ersetzt. 
Gleichzeitig ist aus Figur 4 ersichtlich, dass eine 
derartige Linse mehrere LED-Dies 1 uberdecken kann. In dem 
Bereich zwischen zwei LEDs und unterhalb der Fresnel-Linse 
9 kann eine Ansteuerelektronik 8 fur die LEDs 
(Konstantstromquelle etc.) vorgesehen sein. 

Die Ausfuhrungsbeispiele von Figur 1 bis Figur 4 zeigen 
samtlich LED-Dies, die "Face Up", das heifit mit dem LED- 
Substrat nach unten (in Richtung des Basismaterials 5 der 
Platine 17) angeordnet sind. 

Figur 5 zeigt nunmehr den umgekehrten Fall, das heiSt gemaS 
Figur 5 ist der LED-Die 1 "Face Down" angeordnet, so dass 
das Substrat der LEDs von dem Metallkern 5 der Platine 17 
wegweist. In diesem Fall ist der LED-Die 1 mittels eines 
Leitklebers 9 auf einen Zwischentrager (10) angeordnet. Der 
Leitkleber 9 weist beispielsweise eine Dicke von weniger 
als 10 pirn und eine thermische Leitf ahigkeit von mehr als 2 
W/mK auf. Die elektrische Kontaktierung des LED-Dice 1 von 
Figur 5 erfolgt somit uber Drahte 11, die mit dem 
Zwischentrager 10 kontaktiert sind. Derartig "Face Down" 
zumontierte LED-Dies weisen ublicherweise im Vergleich zu 
"Face Up" montierten LED-Dies hohere Wirkungsgrade auf. 

Der Zwischentrager 10 ist beispielsweise aus einem 
Keramikmaterial und weist auf seiner Oberseite Leiterbahnen 
auf, wahrend die Unterseite gegebenenf alls durch eine 



11 

weitere Isolationsschicht 19 gegeniiber dem Metallkern 5 der 
Platine 17 elektrisch isoliert ist'. Wiederum ist indessen 
auch die Isolierschicht 19 so ausgestattet , dass sie 
thermisch gut leitfahig ist. 
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5 

Anspriiche ; 

1 . Leuchtdioden-Anordnung , auf we is end : 
10 - wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , 

- eine Mehrschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus 
einem thermisch gut leitfahigen Material, insbesondere 
aus Metall, und 

- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende 

15 Verbindungsschicht (2) zwischen der Emi s s ions fl ache des 
Leuchtdioden- Chips (1) und der Platine. 

2 . Anordmmg nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 
20 dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht (2) 
wenigstens die Grenzflache (15) des Leuchtdioden- Chips 
(1) ist, die der Platine (17) zugewandt ist. 

3 . Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 , 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass die elektrisch isolierende Verbindungsschicht 
wenigstens eine Klebeschicht (2) ist. 

4. Anordnung, insbesondere nach einem der vorhergehenden 
30 Anspriiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden- Chip (1) in einer Vertiefung (16) 
der Platine (17) untergebracht ist. 

35 5. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden- Chip (1) im Bereich einer 
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Vertiefung (12) in den\ Basismaterial (5) der Platine 
(17) angeordnet ist. 

6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1)* nicht uber die Kontur der 
Platine (17) ubersteht . 

7. Anordnung nach einem der Anspruche 4 bis 6, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) plan mit der Oberseite 
der Platine (17) abschliesst. 

8. Anordnung nach einem der Anspruch 4 bis 6, 
15 dadurch gekennzeichnet , 

dass die Vertiefung (12, 16) die Funktion eines 
Ref lektor hat - 

9. Anordnung nach einem der Anspruche 4 bis 8, 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Wande der Vertiefung (12, 16) zumindest 
teilweise abgeschragt sind. 

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
■25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) derart angeordnet ist, 
dass das Substrat der Leuchtdioden der Platine (17) 
zugewandt ist. 

30 11. Anordnung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substrat der Leuchtdioden aus einem elektrisch 
isolierenden Material besteht. 

35 12. Anordnung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass das Substrat der Leuchtdioden aus Saphir besteht . 



13. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden- Chip (1) derart angeordnet ist, 
das das Substrat der Leuchtdioden von der Platine (5) 
abgewandt ist . 

14 . Anordnung nach Anspruch 13 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen dem Leuchtdioden- Chip (1) und der Platine 
(17) ein zu diesen Teilen separater Zwischentrager (10) 
angeordnet ist, mit dem der Leuchtdioden- Chip (1) 
elektrisch kontaktiert ist. 



15. Anordnung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die der Platine (17) zugewandte Seite des 
Zwischentragers (10) elektrisch isolierend ist. 

16. Anordnung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der dem Leuchtdioden- Chip (1) zugewandte Bereich 
des Zwischentragers (10) leitende Bereiche aufweist. 

17. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass wenigstens der Bereich des Leuchtdioden-Chips (1) 
von einer Linse (6), insbesondere einer Fresnel-Linse 
(9) uberdeckt ist. 

18. Anordnung nach Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Bereich zwischen der Platine (17) und der Linse 
(6, 9) wenigstens teilweise mit einem 
Farbkonversionsstof f (13) gefullt ist. 
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19. Anordnung nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) mittels Drahten (11) von 
iiner Leiterplatte (3)aus kontaktiert ist, die 
sandwichartig mittels einer dazwischenliegenden 
isolierschicht (4) auf der Platine (17) angebracht ist. 
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20. Leuchtdioden-Anordnung, aufweisend: 

- eine Mehrschichtplatine (17) aufweisend wenigstens eine 
thermisch gut leitfahige Schicht (5) , eine elektrische 
Isolierschicht (4) und eine Leiterplatte (3) , wobei die 
elektrische Isolierschicht (4) und die Leiterplatte (3) 
jeweils wenigstens eine Ausnehraung (12, 16) aufweisen, 

in der die thermisch leitfahige Schicht (5) somit 

freigelegt ist, und 

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , der im Bereich 
der Ausnehraung (16) auf die thermisch gut leitfahige 
Schicht (5) aufgesetzt ist. 

21. Leuchtdioden- Anordnung nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Leuchtdioden-Chip (1) von der Leiterplatte (3) 
aus elektrisch kontaktiert (11) ist. 

22. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 20 oder 21, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen der Emi s s ions fl ache des Leuchtdioden- Chips 
(1) und der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) eine 
thermisch leitende Verbindungsschicht (2) vorgesehen 
ist . 

23. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die der thermisch gut leitfahigen Schicht (5) 
zugewandte Oberflache des Leuchtdioden-Chips (1) 
elektrisch leitfahig ist, 

wobei es sich bei der Verbindungsschicht (2) urn eine 
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separate, elektrisch isolierende Schicht handelt. 

24. Leuchtdioden-Anordnung nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die elektrisch isolierende Schicht durch eine 
Klebefolie gebildet ist. 
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g Zusammenfassung ; 

Die Erfindung betrifft eine Leuchtdioden-Anordnung, 
aufweisend: 

- wenigstens einen Leuchtdioden-Chip (1) , 

10 - eine Mehrschicht-Platine (17) mit einer Basis (5) aus 

einem thermisch gut leitfahigen Material, insbesondere aus 
Met all, und 

- eine elektrisch isolierende und thermisch leitende 
Verbindungsschicht (2) zwischen der Emi s s ions fl ache des 

15 Leuchtdioden-Chips (1) und der Platine (17) . 



Fig. 1 



Figure 2 



Figure 4 
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